FICHAS TECNICAS M.

Solder plus Support

© Excelente Accion Humectante y Mojado de Soldadura.
© Amplio rango de Limpieza.

© Excelentes Caracteristicas de Impresion.

© Vida en el Esténcil > 8 Horas.

© Facil Remocion Con Agua.

© Baja Generacion de Espuma

La férmula de la soldadura en pasta soluble en agua WS488 de AIM
ofrece una potente acciéon de mojado sobre cualquier tipo de
superficie y acabado de tarjetas electronicas, en componentes,
ensambles y sustratos. Tiene una amplia tolerancia a las condiciones
ambientales y excelentes caracteristicas de impresion, ofreciendo
més de 8 horas de vida sobre el esténcil. WS488 ha sido desarrollado

para proporcionar un rendimiento estable en aleaciones con plomo Pa}rémgtro Tiempo | Temperatura

y libres de plomo. Los residuos de la soldadura en pasta WS488 son Vldaéﬂll defp_ﬁlSta ] 6 meses 0°C-12°C (32°F-55°F)
altamente solubles y se eliminan facilmente en agua. Este producto CoEIEL Y (8 130

multipropésito se ha creado para satisfacer la demanda de la ?:gggdu;lég?epf?is%ra o | 2semanas | <25°C (< 77°F)
industria para procesos que requieren soldadura soluble en agua g

consistente y confiable. No agregue pasta usada al contenedor de pasta nueva. La pasta
usada debera ser almacenada por separado y la pasta nueva
requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o tapon.
Una vez abierta, la vida Gtil de la soldadura en pasta dependera
de la aplicacion y el entorno. Consulte la guia de manejo de

Calidad de pasta de AIM para méas informacion. La aleacion y las
Impresion condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida util.
Consulte el Certificado de Analisis de WS488 para informacion

o especifica del producto.

Bajo Residuo

Baja G

SIR

Antes del Reflujo: Se recomienda el uso del limpiador AIM
DJAW-10 que remueve eficazmente los residuos de soldadura
en pasta WS488 de la superficie de esténciles y aperturas. Puede
e st ser aplicado a mano o con el sistema automatico de limpieza del
equipo de impresion de pasta. No se recomienda aplicar en
exceso o directamente al esténcil por la parte superior, no
mezclar DJAW-10 con Alcohol Isopropilico (IPA) o cualquier

Minimiza

de Huecos y — holitas de otro solvente. Alcohol Isopropilico (IPA) puede ser utilizado
Vacions Soldadura al final del proceso de limpieza del esténcil con DJAW-10 solo

cOmo enjuague.

Después del Reflujo: Los residuos de la soldadura en pasta

——\WS488 e—\\/S483 WS488 pueden permanecer en el ensamble después del reflujo
por un periodo de hasta 2 semanas sin corrosion. La limpieza
es obligatoria y puede realizarse usando agua a una temperatura
50°C-60°C (120°F-140°F) seguida de un enjuague final con
agua desionizada.
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PERFIL DE REFLUJO
Toda la informacidn del perfil se puede encontrar en http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements. Péngase en contacto con
AIM para obtener informacidn adicional y/o soporte para su proceso.

IMPRESION
[ Configuracion Inicial Recomendada - Varia de acuerdo al tipo y disefio del PCBopad |

Parametro Valor Inicial Recomendado
Presion de las Navajas 0.10-0.30 kg/cm (.6 - 1.7 Ibs/In.) de Navaja
Velocidad de las Navajas 12-150 mm/sec (.5-6"/seg)
Distancia de Separacion (Snap-off) En contacto - 0.00 mm
Distancia de Desprendimiento entre PCB y esténcil 0.75- 2.0 mm
Velocidad de Desprendimiento entre PCB y esténcil Lento

DATOS DE PRUEBAS

Clasificacion de IPC | J-STD-004 3.2.3.1 ORM1
e, J-STD-004B
Clasificacion de IPC 33121 ORM1

Prueba de Corrosion

Inducida por el J-STD-004B 3.4.1.1 M =< 50% de
Método Espejo de IPC-TM-650 2.3.32 Penetracion
Cobre
Después
Pruebas de

(P::)()rrr)(l)es(ij\?g: S(;ie los e Menor
. IPC-TM-650 2.6.15
Residuos de

Fundente.

Contenido de

Haluro(s) por J-STD-004B 3.4.1.3 0.07%

Método de IPC-TM-650 T.i o M1
Cromatografia 2.3.28.1 P

I6nica

Presencia de

Haluro(s) por
" J-STD-004B 3.5.1.1
(';/elzeltD(I):t(; de Cromato IPC-TM-650 2.3.33 Haluros Presentes
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Presencia de
Fluoruro(s) por
Método de Punto

J-STD-004B 3.5.1.2
IPC-TM-650
2.3.35.1

Sin Fluoruros

Resistencia Aislante
de la Superficie
(SIR)

J-STD-004B 3.4.1.4
IPC-TM-650 2.6.3.7

PASA

Despues de Limpieza.

indice de Acidez del

J-STD-004B 3.4.2.2

55.2 mg KOH/g Flux

(Wetting)

IPC-TM-650 2.4.45

Fundente IPC-TM-650 2.3.13 Tipico
L J-STD-005A 3.5.1 600-1000 Kcps
VISEOED IPC-TM-650 2.4.34 Tipico
Inspeccion Visual J-STD-004B 3.4.2.5 Café Obscuro
Prueba
colapsamiento de la | J-STD-005A 3.6 PASS
Soldadura en Pasta IPC-TM-650 2.4.35
(slump)
Prueba de Esferade | J-STD-005A 3.7 PASS
Soldadura IPC-TM-650 2.4.43
i SPA-ll)ilﬂi
Sn63 WS- DPO0I-26 89 573
Prueba de retencion | J-STD-005A 3.8 30.5 of c o
(Tack) IPC-TM-650 2.4.44 Tipico % 100 T
Time (hrs)
Prueba de Mojado J-STD-005A 3.9 PASS

*Con el fin de tener una calificacion ORLO, la pasta de soldadura tiene que pasar SIR sin limpiar. Como WS488 es una quimica de pasta

soluble en agua que requiere una limpieza, que tiene una clasificacion de ORM1 para los estandares IPC.
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